请对以下产品进行报价，如对技术参数有修改建议的，可一并提出。
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	序号
	仪器设备名称
	主要规格和技术参数
	单位
	数量
	单价
/万元
	金额/万元
	是否进
口设备

	1
	毛细管流变仪
	1)料筒数量：双料筒，可同时测试两个样品、满足校正需求；
2)	最大载荷：20KN，双料筒可同时达到20KN；
3)	框架刚度：100kN；
4)	最大速率：≥600mm/min；
5)	动态速率范围：≥200000：1；
6)	速率精度：<0.1%；
7)	温度范围：室温～500°C；
8)	温度控制精度：<±0.1oC；
9) 柱塞头设计：保护性可更换柱塞头设计，有效防止料筒划伤；
10) 机头设计：具有特殊的有安全互锁保护的可旋转机头设计，方便上样及清理维护；
11)	料筒直径：15mm；
12)	料筒长度：≥250mm 
13)	料筒材质：渗氮钢（后期可更换为哈式合金或不锈钢，须提供证明资料）；
14)	压力传感器（psi）：1500一个、10000，250一个；
15)	口模材质：整体碳化钨；
16)	口模精度：±5μm；
17)	口模规格：直径1mm，进入角180deg，长度分别为0.25mm、16mm；直径0.5mm，进入角180deg，长度分别为0.25mm、8mm；
18) 备用柱塞头：额外配置两个备用柱塞头；
19)	 中英文软件（提供软件截图）
	台
	1
	
	
	

	2
	高级旋转流变仪
	1.仪器采用低惯量拖杯电机，电机不包含永磁体。
2.仪器采用磁悬浮止推轴承技术，不易变形和不易污染；
3.最小扭矩：1 nN.m；
4.最大扭矩：200 mN.m
5.扭矩分辨率：0.1 nN.m
6.最小频率：1×10－7Hz
7.最大频率：100Hz
8.角速率范围至少包含： 0～300 rad/s;
9.位移分辨率：2 nrad
10.应变步阶时间（达到设定值99％的响应时间）：≤15 ms；
11.速率步阶时间（达到设定值99％的响应时间）：≤5 ms；
12.法向力范围至少包含：0.005 N ～ 50 N；
13.后续可升级二维动太力学二维流变测试模式，可进行压缩，弯曲和拉伸测试（弯曲和拉伸需配置响应的夹具）；
14.测试温度范围满足-150-600℃，包括8mm和25mm平行板；
15.提供最新完整的中英文操作和安装分析软件，软件无安装限制，可安装在多台计算机上。

	台
	1
	
	
	

	3
	动态热机械分析仪
	1） 动态力大于±18N；
2） 动态位移达到±10mm；
3） 静态位移最大达到25mm；
4） 力分辨率达到0.01mN；
5） 位移分辨率达到0.1nm；
6） 功能齐全，测试能力包括：应力松弛，应力松弛TTS，蠕变回复，蠕变TTS，应变扫描，频率扫描等；
7） 配置机械制冷附件，并配机械制冷静音油压机；
8） 并能使得样品能在-80℃恒温,最高温度达到600℃及以上；
9） 软件功能强大，并且无安装限制，可安装在多台电脑上.
	台
	1
	
	
	

	4
	原位变温偏振红外光谱仪
	1. 光谱分辨率：优于0.085 cm^-1。
2. 信噪比：高于70,000:1（或8.6x10^-6 AU noise），在1分钟测量时间内的峰-峰值。
3. 光谱范围：8000 cm^-1 至 350 cm^-1。
4. 波数准度：优于0.005 cm^-1，且ASTM线性度为0.005%。
5. 干涉仪：Rock-Solid™立体角镜干涉仪，具有永久准直、永无磨损的特性，确保仪器长期稳定；30度入射，有效防止偏振效应；采用先进的光学技术抗干扰，非平面镜系统，含有三位分束器转轮式自动切换组件系统。
6. 光源：预准直、高能量CenterGlow™技术的中/远红外光源，支持热插拔，即插即用。
7. 分束器：自动电子识别技术，标配镀锗KBr分束器和CaF2分束器，带有三位分束器转轮式自动切换组件，实现全部分束器的自动切换。
8. 检测器：采用复合5位检测器自动转换技术，可同时安装5个室温检测器，计算机控制，直接输出数字信号，标配中红外DLATGS检测器和近红外InGaAs检测器以及中红外MCT检测器。
9. A/D转换：24位动态范围A/D转换器，适合于各种扫描速度，双通道数据采集。
10. 网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制，红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。
11. 自动光阑：12个位置，固定直径，重复性好，尺寸范围从250 μm至8 mm。用户可选自定义光阑。
12. 智能窗口：主机所有窗口配置磁性法兰，窗片电子编码，窗片材料实时储存在对应的谱图中。
13. 软件：提供全中文红外控制及数据处理软件，具备仪器控制、谱图显示、各类光谱处理函数，如基线校正、标峰、光谱差减等和定量分析功能。
14. 认证标准：系统内置自动校验模块，包括聚苯乙烯标准片1片，用于测试仪器的波长精度/准确度。
15. 附件：主机可连接热重分析、红外显微镜、拉曼显微镜及拉曼光纤探头等各种外置附件，也可选择智能型触控面板直接在主机上采集红外信号。
	套
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	5
	智能化高分子聚合反应三釜
	智能化控制设备以及界面，
容积10L,
温度250~300摄氏度，
压力0.4公斤，真空度50Pa，
半连续三釜，单釜容积10L
	套
	1
	
	
	

	6
	台式X射线粉末衍射仪
	1、 X-射线发生器与光管：
1.1 最大输出功率：≥600W；
1.2 输出电压：≥20~40kV；输出电流：≥2~15mA；
1.3 稳定度：≤±0.05% (外电路波动±10%)；
1.4 X-射线波长：CuKα；
1.5 最小焦斑尺寸：≤0.4 x 8mm2；
2、测角仪系统：
2.1 扫描方式：θ-2θ联动；
2.2 角度最小步进：≤0.005°；
2.3 测角仪可动范围：≥-3°～145°；
2.4 测角仪半径：≥150 mm；
2.5 狭缝：配置索拉狭缝、限高狭缝以及入射/散射和接收系统狭缝；
2.6 配置自动可调散射光刀锋单元，可满足全角度连续测试；
3、半导体一维硅阵列探测器：
3.1 一维探测器有效面积：≥250mm2；
3.2 线性计数范围：≥1×108cps；
4、仪器控制系统和软件系统：
4.1 仪器控制系统：配置不低于4G内存，硬盘500GB或以上，8倍速可刻录光驱，22英寸LCD显示器；
4.2 运行在Windows 环境下仪器控制和分析软件，分析功能包含但不限于：
4.2.1 数据处理：背景、平滑、扣除 Ka2、寻峰、积分等；
4.2.2 物相检索：含原始数据直接检索功能；单峰和多峰检索等；
4.2.3 物相定量分析：结晶度、RIR定量分析等；
4.2.4 晶粒尺寸、晶格畸变、应力等；
4.2.5 Rietveld精修分析；
4.3 提供最新正版COD数据库；
5、样品架：
5.1 常量粉末样品架：≥20只；
5.2 微量粉末样品架：≥20只；
5.3 块体样品架：≥20只；
5.4 无背景单晶硅样品架：≥2只；
5.5 超大块体样品架，最大尺寸不小于100mm（L）*50mm（W）*30mm（H）：≥1只；
6、内置水冷却，无需其他冷却液；
7、提供用户操作手册及安装维护手册和各种相应说明书；

	套
	1
	
	
	

	合  计
	
	
	
	



